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Основи конструювання біомедичної апаратури

Лекція 6

Корпуси електрорадіоелементів



ОКБМА / Корпуси електрорадіоелементів

Класифікація ЕРЕ

1

Два основних види монтажу: поверхневий (SMD) та наскрізний.



ОКБМА / Корпуси електрорадіоелементів 2

Корпуси пасивних ЕРЕ у SMD-виконанні

a      b
- 0,4 × 0,2 мм (дюймовий типорозмір — 01005);

- 0,6 × 0,3 мм (0201);

- 1,0 × 0,5 мм (0402);

- 1,6 × 0,8 мм (0603);

- 2,0 × 1,25 мм (0805);

- 3,2 × 1,6 мм (1206);

- 3,2 × 2,5 мм (1210);

- 4,5 × 3,2 мм (1812);

- 4,5 × 6,4 мм (1825);

- 5,6 × 5,0 мм (2220);

- 5,6 × 6,3 мм (2225);
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Корпуси транзисторів

SOT23 (Small Outline Transistor)  /  TO236  /  SC59
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Корпуси транзисторів

SOT-223  /  TO261  /  SC73
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Корпуси транзисторів

SOT-89  /  TO243  /  HSOP-3  /  SC62
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Корпуси транзисторів

TO-92  /  TO226
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Корпуси транзисторів

TO-251  /  TO - 252
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Корпуси транзисторів

TO-220
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Корпуси транзисторів

TO-247
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Корпуси мікросхем

DIP (Dual In-line Package) /  PDIP (plastic) / CDIP (ceramic)
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Корпуси мікросхем

SOIC (Small Outline Integrates Circuit) /  SOP (Small Outline Package) /  SO
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Корпуси мікросхем

SIP (Small In-line Package)
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Корпуси мікросхем

QFP (Quad Flat Package) /  TQFP (Thin QFP) /  LQFP (Low-profile QFP)
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Корпуси мікросхем

LCC (Leadless Chip Carrier) /  PLCC (plastic) / CLCC (ceramic)
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Корпуси мікросхем

ZIP (Zigzag In-line Package)
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Резюме

Типів корпусів ЕРЕ існує кілька сотень.

Ми розглянули лише ті, які найбільш

поширені.

Кожна конструкція РЕА повинна мати 

якомога меншу кількість типів корпусів –

це підвищує її технологічність. З цією 

метою багато мікросхем і транзисторів 

випускаються у корпусах різного типу.
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Далі буде…

…Міжблочні з’єднання в РЕА


